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Abstract (en)
Casting mold comprises an outer first mold support (4), an outer second mold support (5), a molded body arranged between the mold supports, and
an inner layer (12) made from the mold base material applied in areas of the molded body to form a casting hollow chamber. Preferred Features:
The molded body has a first half (13) fixed to the first mold support and a second half (14) fixed to the second mold support. The molded body
halves lie over each other when the casting mold is closed. The molded body has a number of modular molded body segments (16), preferably
made from high temperature resistant material, such as graphite, tungsten carbide or steel.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Gießform (1) zur Herstellung eines Gußteils (2) unter Verwendung von Formgrundstoff (3). Zur Erzielung einer einfachen
und kostengünstigen Herstellung ist die Gießform (1) versehen mit einem äußeren ersten Formträger (4), einen äußeren zweiten Formträger (5),
einem zwischen den Formträgern (4, 5) angeordneten Formkörper (6) und einer auf den Formkörper (6) zumindest bereichsweise aufgebrachten
inneren Schicht (12) aus Formgrundstoff (3) zur Bildung des Gießhohlraums. <IMAGE>
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